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도금 시뮬레이션 기법을 이용한 2차 전류밀도분포가 고려된 새로운 헐셀자 계산  
Calculation of the new 267ml Hull cell scale considering secandary current density distribution

by plating simulation
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초 록 : 전기도금으로 얻어진 금속표면 특성은 도금액의 온도, pH, 도금액 조성, 첨가제 등과 같은 여러 종류의 도금인자 
및 조건에 따라 달라진다. 그중에서 가장 영향을 많이 미치는 것이 도금중에 인가되는 전류밀도이다. 이러한 영향에 대해 
연구하고자 많은 도금 개발자들은 Hull Cell을 사용하고 있다. Hull Cell 시험은 한 번의 실험으로 높은 전류밀도에서부터 
낮은 전류밀도에 이르기까지 규칙적인 전류밀도로 1개의 음극표면에 도금 되도록 하여 도금된 표면을 관찰함으로써 도금
상태를 비교평가 할 수 있게 한 것이다. 하지만 헐셀자에 사용하고 있는 전류밀도 분포 기준은 도금 용액의 종류에 관계
없이 하나의 헐셀식에 의해 표현되고 있다. 하지만 도금용액의 종류에 따라 분극특성이 다르며 이로 인해 헐셀 실험에서
의 2차 전류밀도 분포가 달라지게 된다. 따라서 보다 정확한 평가 및 분석을 위해서는 도금용액에 대한 특성이 고려된 전
류밀도 분포 기준이 필요하다. 이에 본 연구에서는 Hull Cell 실험에서 도금 용액별로 정확한 헐셀자를 제공하기 위해 기
존 헐셀자의 전류밀도 분포와 분극특성을 고려한 2차 전류밀도 분포를 시뮬레이션을 활용하여 비교분석 하였다.

1. 서론 

Hull Cell 시험은 한 번의 실험으로 높은 전류밀도에서부터 낮은 전류밀도에 이르기까지 규칙적인 전류밀도로 1개의 음
극표면에 도금 되도록 하여 도금된 표면을 관찰함으로써 도금상태를 비교평가 할 수 있게 한 것이다. 하지만 Hull Cell 실
험시에 사용하고 있는 전류밀도 분포 기준은 도금용액의 종류에 따른 전기화학 거동이나 전하의 이동에 대한 영향이 고려
되지 않은 한가지의 식을 적용하고 있다. 보다 정확한 평가 및 분석을 위해서는 시뮬레이션을 통해 도금용액에 대한 특성
이 고려된 전류밀도 분포 기준이 필요하다.

2. 본론 

본 연구에서는 장식용 도금에서 많이 사용되는 구리, 반광택 니켈, 광택 니켈, 6가 크롬, 블랙 3가 크롬도금용액에 대한 분
극 특성을 각각 측정하여 시뮬레이션 경계조건에 적용하였다. 도금 조건은 헐셀 실험시에 많이 사용하는 1, 2, 3, 5A 로 
인가하였다. 헐셀에서의 기존 전류밀도 분포와 분극특성을 적용한 2차 전류밀도 분포를 도금조건에 따라 비교 분석하였다.
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Fig. 1. Hull cell scale ( Copper ). Fig. 2. Secondary current distribution.

3. 결론

기존 헐셀자에서의 전류밀도 분포도는 도금용액의 종류에 따른 변화가 없지만 분극특성을 고려한 2차 전류밀도 분포도에서
는 도금용액의 종류에 따라 전류밀도분포가 변화하는 것을 관찰 할 수 있었다. 또한 각각의 인가 전류에 따른 1 차 전류밀
도 분포와 2차 전류밀도 분포와의 차이는 고전류 부분에서는 크지 않았지만 저전류 부분에서는 1차 전류밀도에 의해 계산
된 전류밀도보다 2차 전류밀도에 의해 계산된 전류밀도가 높게 분포되었다. 그러므로 보다 정확한 헐셀시험 특성평가를 위
해서는 도금용액의 분극특성이 고려된 2차 전류밀도를 적용하는 것이 신뢰성이 높을 것으로 판단된다.
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